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MY thermaltake

Thermaltake TH360 ARGB Sync - Snow Edition
- Prozessor-Flussigkeitskiihlsystem

Produktbeschreibung:

Gruppe:

Hersteller:
Hersteller Artikel Nr:
EAN:

Thermaltake TH360 ARGB Sync - Snow
Edition - Prozessor-Flussigkeitskihlsystem -
(fur: LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3,
LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2,
LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, AM4,
LGA2066, LGA1200) - Kupfer - 120 mm -
weif3

Systemzubehor
Thermaltake
CL-W302-PL12SW-A
4713227526586

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung

Produkttyp
Packungsinhalt
Farbe
Kompatibilitat

Kihlermaterial
Geblaseanzahl
Lifterdurchmesser
Geblasehdhe
Drehgeschwindigkeit
Luftstrom
Gerauschpegel
Netzanschluss

Nennspannung
Merkmale

Produktmaterial

Thermaltake TH360 ARGB Sync - Snow Edition -
Prozessor-Flissigkeitskiihlsystem
Prozessor-Flussigkeitskihlsystem
ARGB-Controller

Weil3

LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+,
LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket,
Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1,
Socket FM2, LGA1150 Socket, LGA2011-3
Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066
Socket, LGA1200 Socket

Kupfer

Dreifach

120 mm

25 mm

1500 U/min

(59.28 cfm)

28.2 dBA

Lufteranschluss, 4-polig, 3-poliger
ARGB-Steckverbinder

12V

16,8 Millionen Farben, RGB Fusion 2.0, ASUS
Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock
Polychrome RGB, Biostar RGB Sync

Gummi, Kupfer

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfiigung gestellt. Wir tibernehmen keine Haftung fiir Fehler dieser Daten. Seite 1/1



